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Аннотация. Отмечено, что эффективное управление температурой электронных устройств 

имеет важное значение, поскольку перегрев вреден для эффективности и надежности 

электронных компонентов. Рассмотрены различные подходы к оценке теплового режима ЭС. 
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Введение. Эффективное управление температурой электронных устройств имеет важное 

значение, поскольку перегрев вреден для эффективности и надежности электронных 

компонентов. В настоящее время управление тепловым режимом электроники привлекает все 

большее внимание. Использование скрытого тепла становится привлекательным средством 

для прерывистого отвода тепла [1–12]. В последние годы рабочие характеристики 

электронных устройств продолжали расти, что сопровождалось повышением уровня 

интеграции компонентов. Плохое рассеивание тепла приводит к постоянному накоплению 

тепла и повышенным температурам, что отрицательно сказывается на эффективности и 

надежности электронных устройств. Таким образом, эффективный метод управления 

температурным режимом жизненно важен для электроники [13].  

Основная часть. В [1] рассмотрены и предложены методы по оптимизации силовых 

интегральных микросхем, затрагивающие экономическую сферу проектирования, поскольку 

их оптимизация напрямую зависит от конкурентоспособности проектируемого устройства. 

Описан состав математического обеспечения, в состав которого входят модели 

прогнозирования объема спроса, себестоимости объекта проектирования и модели расчета его 

себестоимости. 

В [2] отмечено, что несмотря на множество теоретических и практических работ, 

направленных на исследования воздействия ЭСР на электронные средства, и повышения их 

надежности, актуальным остается рассмотрение вопроса моделирования тепловой 

нестационарности в системе токоведущих элементов силовых микросхем при воздействии 

контактного разряда статического электричества. 

В [3] показана необходимость оценки теплового режима электронной системы на ранних 

стадиях проектирования. Для этих целей рекомендуется выполнить моделирование тепловых 

процессов, протекающих в ЭС. Показано, что наиболее часто тепловое моделирование 

выполняется методами изотермических поверхностей, однородного анизотропного тела и 

экспериментальными методами. Рассмотрено моделирование тепловых процессов модели 

устройства в среде ANSYS. 

Авторы [5] рассматривают необходимость численного моделирования тепловых 

процессов, протекающих в микроэлектронных структурах. Отмечается, что трудности расчета 

температурных полей в микроэлектронных структурах увеличиваются вследствие 

непрерывного увеличения плотности упаковки, числа топологических слоев, уменьшения 

размеров элементов. Предлагается в качестве метода моделирования выбрать метод конечных 

элементов, как эффективный способ численного решения краевых задач теплообмена. 

Важное место в процессе проектирования РЭС устойчивых к тепловому воздействию 

занимает методология обучения проектированию электронных систем [6. 

В [7–13] авторы рассматривают подходы к оценке тепловых режимов электронных 

систем. 
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Заключение. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что наличие различных 

подходов к оценке тепловых режимов позволяет выбрать в процессе проектирования наиболее 

оптимальный. 
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